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Návrh a konstrukce DPS

IV) 	Výroba DPS

Po návrhu DPS lze přejít k procesu výroby samotné desky. Avšak než si popíšeme postupy, které k výrobě vedou, zaměřme se nejprve na popis samotné desky plošných spojů.
Desky plošných spojů jsou základním modulem pro elektroniku v různých přístrojích, neboť nesou základní součástky a konektory a zajišťují veškerou funkci přístroje. Základem desky je nevodivý materiál, např. skelný laminát s epoxidovou pryskyřicí známý jako cuprextit. Tato vrstva může být z jedné nebo obou stran potažena tenkou vrstvou mědi o tloušťce 17 nebo 35 μm, pro speciální zapojení může být vrstva i vyšší. Z toho vyplývá, že rozeznáváme jednostranné desky s mědí pouze na jedné straně, oboustranné desky a oboustranné desky s prokovenými otvory, kdy jsou obě strany vodivě propojeny. Pro náročnější zapojení se využívají i vícevrstvé desky, kdy je několik oboustranných desek slepeno dohromady. Na desky se následně vytváří motiv DPS, neboli vodivé cesty mezi součástkami. Pro aditivní techniky výroby desky potažené mědí nejsou, neboť ta je na cuprextit nanášena až při samotné výrobě hotové desky. 
Nejčastěji využívaným postupem je výroba DPS pomocí leptací lázně. Méně často jsou využívané i jiné postupy, jako např. vytváření cest frézováním apod. Velmi zastaralým způsobem je vytváření vodivých cest pomocí měděných plátků, které se lepí na sklolaminátovou vrstvu desky.
Prvním krokem pro výrobu DPS u výroby leptací lázní je vytvoření krycí masky DPS, která určí, z jakých míst DPS bude měď odebrána, popř. přidána. Vytvořená maska musí být přesná, s ostrými hranicemi, a chemicky odolná při další výrobě. Existuje několik způsobů, jak takovouto masku vytvořit.
Nejdostupnější metodou pro domácí podmínky je metoda přenesením toneru, kdy lze využít domácí laserovou tiskárnu a žehličku. Navržený motiv DPS z návrhového softwaru je potřeba vytisknout na speciální průhlednou fólii, která se následně přiloží na DPS, aby se toner dotýkal mědi. Fólie se pak překryje papírem nebo jiným materiálem a opatrně přežehlí žehličkou, aby se motiv přenesl na desku. 
Dalším způsobem je metoda sítotisku, díky které je také známý název pro DPS „tištěné spoje, tišťáky“. Název pochází z formy výroby, kdy se přes materiál šablony – jemnou tkaninu (síto), tiskne za pomoci barvy krycí maska. Na sítu je nanesen fotocitlivý lak, který je osvícen přes fotografický film, vyvolán a ustálen. Tím se na šabloně vytvoří motiv DPS. Potom na místech, kde nebudou vodivé cesty, jsou oka síta zalepeny lakem. Na zbytek desky je nanesena tiskařská barva, která chrání budoucí spoje před odleptáním. Tato barva je po výrobě desky vymyta a deska se očistí od jejích zbytků. Tento způsob je vhodný pro výrobu více desek se stejným motivem. Byl využíván spíše v dřívějších dobách.
Dnes nejvíce využívanou metodou výroby krycí masky je výroba fotocestou. Pro tento způsob potřebujeme cuprextit s fotocitlivou vrstvou, popř. fotocitlivý lak, kterým obyčejnou desku přetřeme. Motiv na DPS pak vyvoláme pomocí fotografické techniky. Při této metodě vytiskneme budoucí motiv DPS na průhlednou fólii, popř. papír. Fólii pak přiložíme potiskem k budoucí DPS, upevníme a necháme několik minut osvítit pomocí UV výbojky. Po osvícení se motiv vyvolá v roztoku hydroxidu sodného NaOH, kde se odstraní osvícená vrstva, která nebyla překryta motivem.
Rozlišujeme tři typy výroby fotocestou, a to dle toho, zda vytváříme pozitiv či negativ krycí masky, z čehož vyplývá i další postup výroby. Existuje subtraktivní, aditivní a semi-aditivní metoda. 
Při subtraktivní metodě je vytvořen pozitivní motiv DPS, který je osvícen a vyvolán na DPS. Další postup výroby desky je stejný, jako bychom krycí vrstvu vytvořili přenesením toneru nebo sítotiskem:
Po vytvoření krycí masky DPS je potřeba odstranit nepokrytou měď, a to odleptáním pomocí chloridu železitého FeCl3. Ponořením a ponecháním DPS v této látce dojde k odloučení měděné vrstvy (obrázek 1). Celý proces trvá cca 10 – 20 minut, v závislosti na kvalitě a čistotě lázně, proces se dá urychlit zahřátím chloridu. Po odleptání se DPS omyje vodou a vysuší, dále je na její povrch vhodné nanést vrstvu kalafuny, která zabrání oxidaci mědi.
[image: ]
Obrázek 1 – Výroba desky subtraktivní metodou

Při aditivní metodě není cuprextit opatřen vrstvou mědi, ta je na desku dodávána až při samotné výrobě. Na desku se nejprve nanese negativní motiv DPS, poté je na místa nanesena vrstva mědi. 
[bookmark: _GoBack]Pro výrobu desek s prokovenými otvory se využívá semi-aditivní metoda, která spočívá nejprve ve vyvrtání budoucích prokovených děr a nanesením měděné vrstvy na tyto otvory. Dále je na desku nanesen negativ motivu DPS. Místa, kde není nanesen negativ, jsou galvanicky zesíleny vrstvou směsi mědi a olova nebo cínu. Následně je celá deska vložena do leptací lázně, kdy jsou odstraněny tenké vrstvy mědi, které nebyly zesíleny přídatnou vrstvou (obrázek 2).
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Obrázek 2 – Semi-aditivní technika

Obrázky převzaty z: TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2002, 561 s. ISBN 80-86706-00-1.
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